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(54) Einbaukochmulde 

(57) Die Erfindung betrifft eine Einbaukochmulde, 
welche fur den Einbau in einem KQchenunterschrank 
vorgesehen ist. Ihr liegt die Aufgabe zugrunde, eine Ein- 
baukochmulde so auszubilden, dass einerseits fur den 
Bediener beim Betatigen der Bedienelemente die beim 
Betrieb des Gerates entstehende Warme nicht als un- 
angenehm empfunden wird und dass andererseits kein 
hoher Aufwand zum Schutz der Steuerelektronik betrie- 
ben werden muss. 

Bet der erfindungsgema&en Einbaukochmulde, 
welche in an sich bekannter Weise eine Muldenwanne, 
eine die Muldenwanne bedeckende und ein Kochfeld 
ausbildende Glaskeramikplatte, Heizelemente zur Er- 
wSrmung einer oder mehrerer auf dem Kochfeld vorge- 
sehener Kochstellen sowie Bedienelemente und eine 
Elektronik zur Steuerung der Kochmulde umfasst, sind 
die Bedienelemente und die Elektronik an zumindest ei- 
nem der seitlichen RSnder des Kochfeldes au&erhalb 
der Muldenwanne angeordnet. Dabei sind die Heizele- 
mente der Kochstellen sowie die ihnen gegebenenfalls 
zugeordneten Mittel zur Temperaturerfassung oder 
Sensoren mit den Bedienelementen und der Elektronik 
uber Leiterbahnen des Kochfeldes oder/und im Innem 
der Muldenwanne veriegte Leitungen elektrisch leitend 
verbunden. 
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Beschreibung 

Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einbaukochmulde, 
welche fur den Einbau in einem Kuchenunterschrank 
vorgesehen ist. Derartige Mutden bestehen aus einer 
Muldenwanne, einer die Muldenwanne bedeckenden 
Glaskeramikplatte bzw. Platte aus einem Shnlichen Ma- 
terial, einem oder mehreren Heizelementen zur ErwSr- 
mung von Kochstellen auf dem durch die Glaskeramik- 
platte ausgebildeten Kochfeld sowie Bedieneiementen 
und Elektronik zur Steuerung der Kochmulde. Je nach 
Ausfuhrung sind den Heizelementen aulierdem Mittel 
zu Temperaturerfassung oder den Kochstellen noch un- 
terschiedliche Sensoren, beispielsweise zur Erfassung 
der Lage eines auf der Kochstelle stehenden Kochtopfs, 
zugeordnet. 

Bei den heute bekannten Einbaukochmulden ist die 
Elektronik zur Steuerung der Mulden innerhalb der Mul- 
denwanne untergebracht. Ebenso befinden sich die Be- 
dienfelder mit den Bedieneiementen in dem beim Ko- 
chen heilien Bereich der Ceranoberflache. Dadurch ist 
der Nachteil gegeben, dass die Bedienelemente, insbe- 
sondere wenn es sich urn auf der Oberfldche ausgebil- 
dete kapazitive Sensorfelder handelt, fur den Bediener 
oftmals unangenehm warm sind. Auch fur die Steuer- 
elektronik stellt die NShe zu den hei&en Kochzonen In- 
soweit ein Problem dar, dass besonders teure Bauele- 
mente mit einem geringen Temperaturkoeffizienten ein- 
gesetzt und/oder besondere MafJnahmen zum KOhlen 
bzw. Isolieren der Bauteile gegen die WSrmeeinwirkung 
ergriffen werden mGssen. 

[0002] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
Einbaukochmulde so auszubilden, dass einerseits fQr 
den Bediener beim BetStigen der Bedienelemente die 
beim Betrieb des GerStes entstehende Warme nicht als 
unangenehm empfunden wird und dass andererseits 
kein hoher Aufwand zum Schutz der Steuerelektronik 
betrieben werden muss. Dabei soli die erfindungsgemS- 
fie Anordnung einen einfachen Aufbau besttzen. 
[0003] Die Aufgabe wird gelOst, durch eine Einbau- 
kochmulde mit den Merkmalen des Hauptanspruchs. 
Vorteilhafte Ausgestaltungen bzw. Weiterbildungen der 
erfindungsgemSBen Einbaukochmulde sind durch die 
Unteranspruche gegeben. 

Die erfindungsgemSRe Einbaukochmulde umfasst in an 
sich bekannter Weise eine Muldenwanne, eine die Mul- 
denwanne bedekkende und ein Kochfeld mit einer oder 
mehreren Kochstellen ausbildende Glaskeramikplatte, 
Heizelemente zur ErwSrmung der auf dem Kochfeld 
vorgesehenen Kochstellen sowie Bedienelemente und 
eine Elektronik zur Steuerung der Kochmulde. In erfin- 
dungswesentlicher Weise sind die Bedienelemente und 
die Elektronik an zumindest einem der seitlichen Ren- 
der des Kochfeldes aulierhalb der Muldenwanne ange- 
ordnet. Dabei sind die Heizelemente der Kochstellen 
sowie die ihnen gegebenenfalls zugeordneten Mittel zur 




Temperaturerfassung oder Sensoren mit den Bedie- 
neiementen und der Elektronik uber Leiterbahnen des 
Kochfeldes oder/und im Innern der Muldenwanne ver- 
legte Leitungen elektrisch leitend verbunden. Zwar be- 

5 Ziehen sich die vorstehenden Ausfuhrungen ebenfalls 
wie der die Erfindung charakterisierende Hauptan- 
spruch auf eine Kochmulde mit einer Glaskeramikplatte, 
jedoch liegt es fQr den Fachmann auf der Hand, dass 
die dargestellte L6sung in gleicher Weise fur Kochmul- 

10 den mit einem Kochfeld aus einem mit Glaskeramik ver- 
gleichbaren Material anwendbar ist. 
[0004] Entsprechend einer besonders vorteilhaften 
Ausgestaltung der erfindungsgemafien Einbaukoch- 
mulde bilden die Bedienelemente und die Elektronik ei- 

15 ne oder mehrere modulare Einheiten (Elektronikmodu- 
le) aus, welche an einer oder mehreren Seiten des 
Kochfeldes an die Muldenwanne angekoppelt sind. Die 
Ankopplung dieser Elektronikmodule an die Mulden- 
wanne kann dabei Idsbar oder unldsbar erfolgen. Von 

20 besonderem Vorteil ist aber eine losbare Ankopplung 
der modularen Einheiten. Die Elektronikmodule sind da- 
bei gemaB einer zweckrnSBigen Weiterbildung der Er- 
findung in einem GehSuse untergebracht, welches zu- 
satzlich warmeisolierend wirkt. Auf diese Weise wird ei- 

25 ne thermische Entkopplung auf zweifachem Wege er- 
reicht. Wirkt bereits der Abstand von Elektronik und Be- 
dienfeldem zu den Kochstellen thermisch entkoppelnd, 
so wird dies durch die Tatsache, dass die Module mit 
der Elektronik und den Bedieneiementen separat au- 

30 Rerhalb der Kochmulde angebracht sind, begunstigt 
und schlie&lich durch einen entsprechenden wSrmeiso- 
lierenden Werkstoff fur das GehSuse der Elektronikmo- 
dule noch weiter verbessert. Als gOnstiger Werkstoff fiir 
das Gehause der Elektronikmodule haben sich tempe- 

35 raturbestSndige Kunststoffe erwiesen. 

Eine mfigliche Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, 
dass die Bedienelemente und die Elektronik der erfin- 
dungsgema&en Einbaukochmulde oberhalb der Seiten- 
wande eines zum Einbau der Mulde vorgesehenen Un- 
terschrankes angeordnet sind. Urn ein zusa*tzliches 
Ausschneiden der SeitenwSnde des Unterschranks zu 
vermeiden, ist dabei die Elektronik vorteilhafterweise so 
ausgestaltet, dass ihre Bauhdhe die Starke der dunn- 
sten im Handel erhaltlichen Arbeitsplatten fur Kuchen- 

45 m6bel nicht ubersteigt. Hierdurch wird zusStzlicher Auf- 
wand beim Einbau und der Installation der erfindungs- 
gemdften Einbaukochmulde vermieden. 
FOr die Verbindung der Bedienelemente und der Elek- 
tronik mit den Heizelementen und diesen gegebenen- 

50 falls zugeordneten Mittein zur Temperaturerfassung 
oder Sensoren sind unterschiedliche Moglichkeiten 
denkbar. Eine MGglichkeit besteht darin, dass die elek- 
trisch leitende Verbindung durch Leiterbahnen, welche 
auf oder unterhalb der das Kochfeld ausbildenden Gias- 

55 keramikplatte aufgebracht sind, realisiert wird. Eine an- 
dere M6glichkeit ist durch eine Integration entsprechen- 
der leitender Verbindungen in das Volumen der Glaske- 
ramikplatte gegeben. Je nach dem erforderiichen 
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Schaltungsaufwand kann im letztgenannten Fall die In- 
tegration der Leiterbahnen in die Glaskeramik- bzw. 
Ceranplatte auch unter Einsatz der Multi-Layer-Technik. . 
SelbstverstSndlich ist aber auch eine konventionelle 
Verdrahtungstechnik denkbar, bei welcher die Verbin- 5 
dungsleitungen unterhalb des Kochfeldes in der Mul- 
denwanne gefQhrt sind. Bei dieser Ausgestaltungsvari- 
ante sind zweckmSRigerweise an den in der Mulden- 
wanne verlegten Leitungen Steckkontakte, zu deren 
Kontaktierung mit der Elektronik bzw. den Bedienele- 10 
menten vorgesehen. SchlieBlich kann auch die Herstel- 
lung der erforderiichen elektrischen Verbindungen 
durch Kombination zweier Oder mehrerer der zuvor ge- 
nannten Verbindungsvarianten erfolgen. 
[0005] Die Erfindung soil nachfolgend anhand eines is 
Ausfuhrungsbeispieles nSher eriSutert werden. In den 
zugehdrigen Zeichnungen zeigen: 

Fig. 1: Einen KQchenunterschrank mit eingebauter 

Einbaukochmulde, 20 

Fig. 2: Eine Draufsicht auf das in der Fig. 1 nicht 

dargesteilte Kochfeld der Kochmulde, 

Fig. 3: Einen Ausschnitt der Anordnung gemSB Fig. 

1. 

Fig. 4: Eine Seitenansicht eines Teilbereichs des in 25 
Fig. 3 dargestellten Ausschnitts in geschnittener 
Darstellung. 

[0006] Die Fig. 1 zeigt die erfindungsgema&e Einbau- 
kochmulde im eingebauten Zustand mit dem sie aufneh- 30 
menden KQchenunterschrank 10 und der zum Unter- 
schrank 10 zugehSrigen Arbeitsplatte 12 in einer axo- 
nometrischen Darstellung. Zur besseren Veranschauli- 
chung der erfindungsgemaiien L6sung wurde in der Fig. 
1 auf die Darstellung der Glaskeramikplatte 3 verzichtet. 35 
In der Figur ist die Muldenwanne 1 zu erkennen und die 
an drei ihrer Seiten am Rand 7 angeordneten modula- 
ren Einheiten (Elektronikmodule)8jeweilsmitTeilen der 
Steuerelektronik 5 und Bedienelementen 4. Die gesam- 
te Kochmulde ist ebenso wie die an sie angekoppelten *o 
Elektronikmodule (8) in bekannter Weise in die Arbeits- 
platte 12 des Untersch ranks 10 eingepasst. Auffallig ist 
jedoch, und dies ist bereits in der Darstellung der Fig. 1 
sehr gut zu erkennen, dass die links und rechts vorge- 
sehenen Elektronikmodule 8 oberhalb der SeitenwSnde « 
11, 1V des Unterschranks 10 angeordnet sind, mit die- 
sen also in einer gemeinsamen vertikalen Ebene liegen. 
In der Fig. 2 ist das in der Fig. 1 nicht gezeigte als Glas- 
keramikplatte 3 ausgebildete Kochfeld 2 dargestellt. 
Beispielhaft ist dabei eine mogliche Anordnung mehre- 50 
rer beheizbarer Kochstellen 6 gezeigt. Links und rechts 
an den RSndern 7 des Kochfeldes 2 befinden sich Be- 
dienelemente 4 und diesen zugeordnete, im Sinne der 
Erfindung als Bestandteil der Bedienelemente 4 zu be- 
trachtende optische Anzeigen. 55 
Dies wird nochmals durch die Fig. 3 verdeutlicht, welche 
einen Ausschnitt der rechten Seite der in der Fig. 1 dar- 
gestellten Kochmulde zeigt. Hier ist auch nochmals be- 



sonders gut der modulartige Aufbau der die Elektronik 
5 und die Bedienelemente 4 aufnehmenden Einheiten 
8 zu erkennen. Diese sind untergebracht in einem ge- 
sonderten GehSuse 9, unmittelbaran die Muldenwanne 

1 angekoppelt. Die Elektronikmodule 8 umfassen bei- 
spielsweise mehrere Leiterplatten (Leistungsplatinen) 
der Elektronik 5 und im Bereich des Bedienfeldes 4 An- 
zeige- und Handhabungselemente. Die Bedienung 
kann dabei, wie beisplelsweise aus dem Stand der 
Technik bekannt, uber beruhrungsempfindliche Bedie- 
nelemente 4 (touch-control) erfolgen. Ein Elektronikmo- 
dul 8 mit Leistungsplatinen und Bedienelementen 4 wird 
durch Leiterbahnen der Glaskeramikplatte 3 Oder uber 
in der Muldenwanne 1 verlegte Leitungen mit den Ein- 
heiten an den Kochstellen 6 (Heizelemente, Mittel zur 
Temperaturerfassung, gegebenenfalls weitere Senso- 
ren) verbunden. 

Bei dem in der Fig. 3 dargestellten Beispiel erfolgt die 
Verbindung entsprechend der. letztgenannten Variante, 
also uber Leitungen in der Muldenwanne 1 , fur deren 
Anschluss in der Seitenwand der Muldenwanne 1 ein 
Durchbruch 13 vorgesehen ist, durch welchen die zur 
Verbindung dienenden Leitungen gefuhrt und an Steck- 
kontakten des Elektronikmoduls kontaktiert werden 
k6nnen. Die Steckkontakte des Moduls sind gemSfi 
dem Beispiel in einer gemeinsamen Kontaktleiste 14 
angeordnet. 

Die Fig. 4 stellt einen Teil des Ausschnitts nach der Fig. 
3 nochmals seitlich in einer Schnittdarstellung dar. Hier 
wird nochmals besonders gut die separate Ausbildung 
der die Elektronik 5 und die Bedienelemente 4 aufneh- 
menden Module 8 deutlich. 

In der Figur ist aulierdem erkennbar, dass in dem hier 
erlauterten Beispiel die Elektronik 5 und die Bedienele- 
mente 4, welche links und rechts des Kochfeldes 2 aus- 
gebildet sind, oberhalb der Seitenwand 11 des zum Ein- 
bau der Kochmulde vorgesehenen Unterschranks 10 
angeordnet sind und die Kochmulde insoweit zumindest 
breiter als der Innenabstand des Unterschranks ist.. Urn 
dabei zusatzliche Arbeiten beim Einpassen der erfin- 
dungsgemSBen Kochmulde zu vermeiden, ist die den 
Bedienelementen 4 zugeordnete Elektronik 5 so ausge- 
bildet, dass ihre Bauhdhe die Starke der zum Einbau 
der Kochmulde auszuschneidenden Arbeitsplatte 12 
des Kuchenschranks 10 nicht Obersteigt. Voriiegend ist 
das Modul 8 mit der Elektronik 5 und den Bedienele- 
menten 4 von einem KunststoffgehSuse 9 umgeben. 
Bereits durch die Verlagerung von Elektronik 5 und Be- 
dienelementen 4 in den Randbereich 7 des Kochfeldes 

2 wird eine gewisse thermische Entkopplung erreicht. 
Diese wird aber durch die modulare Bauweise von Elek- 
tronik 5 und Bedienelementen 4 und die rSumliche Tren- 
nung der Elektronikmodule 8 von der Kochmulde sowie 
deren Unterbringung in einem separaten GehSuse 9 
noch entscheidend verbessert.. Eine aufwendige Isola- 
tion der Elektronik 5, wie sie beim Stand der Technik 
unumganglich ist, ist gemafc der Erfindung nicht erfor- 
derlich. Dennoch kann es vorteilhaft sein, wenn das Ge- 
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hSuse 9 des Elektronikmoduls 8 zusStzliche thermisch 
isolierende Eigenschaften besitzt. 

Liste der verwendeten Bezugszeichen 

5 

[0007] 

Muldenwanne 
Kochfeld 

Glaskeramikplatte w 

Bedienelemente (-einheit) 

Elektronik 

Kochstelle 

Rand, Randbereich 

modulare Einheit (Elektronikmodul) 15 

GehSuse 

Unterschrank 

11, H'SeitenwSnde 

Arbeitsplatte 

Durchbaich 20 
Kontaktleiste 



Patentanspruche 

25 

1 . Einbaukochmulde mit einer Muldenwanne (1 ), einer 
die Muldenwanne (1) bedeckenden und ein Koch- 
feld (2) mit einer Oder mehreren Kochstellen (6) 
ausbildenden Glaskeramikplatte (3), Heizelemen- 

ten zur ErwSrmung der Kochstellen (6) sowie Be- 30 
dienelementen (4) und einer Elektronik (5) zur 
Steuerung der Kochmulde, wobei die Bedienele- 
mente (4) und die Elektronik (5) an zumindest ei- 
nem der seitlichen Rander (7) des Kochfeldes (2) 
aulierhalb der Muldenwanne (1) angeordnet und 35 
die Heizelemente der Kochstellen (6) sowie ihnen 
gegebenenfallszugeordnete Mittel zurTemperatur- 
erfassung oder Sensoren mit den Bedienelementen 
(4) und der Elektronik (5) uber Leiterbahnen des . 
Kochfeldes (2) oder/und im Innern der Muldenwan- 40 
ne (1) veriegte Leitungen elektrisch leitend verbun- 
den sind. 

2. Einbaukochmulde nach Anspruch 1 , bei welcher die 

. Bedienelemente (4) und die Elektronik (5) eine oder « 
mehre modulare Einheiten (Elektronikmodufe) (8) 
ausbilden, welche an einer oder mehreren Seiten 
(7) des Kochfeldes (2) an die Muldenwanne (1 ) an- 
gekoppelt sind. 

50 

3. Einbaukochmulde nach Anspruch 2, bei welcherdie 
Elektronikmodule (8) mit den Bedienelementen (4) 
und der Elektronik (5) I6sbar an die Muldenwanne 
(1)angekoppe!t sind. 

55 

4. Einbaukochmulde nach Anspruch 2 oder 3, bei wel- 
cher die Elektronikmodule (8) zur Aufnahme der 
Bedienelemente (4) und der Elektronik (5) ein zu- 



sStzlich wSrmeisolierend wirkendes GehSuse (9) 
aufweisen. 

5. Einbaukochmulde nach einem der AnsprOche 1 bis 
4, bei welcher die Bedienelemente (4) und die Elek- 
tronik (5) oberhalb der SeitenwSnde (11, 11*) eines 
zum Einbau der Kochmulde vorgesehenen Unter- 
schranks (10) angeordnet sind. 

6. Einbaukochmulde nach Anspruch 5, bei der die im- 
Randbereich (7) oberhalb der SeitenwSnde (11,1V) 
des Unterschranks (10) eingeordnete Elektronik (5) 
eine BauhOhe aufweist, welche die Starke einer Ku : 
chenarbeitsplatte nicht Qbersteigt. 

7. Einbaukochmulde nach Anspruch 5 oder 6, bei dem 
sich die Glaskeramikplatte (2) uber die Elektronik- 
module (8) mit den Bedienelementen (4) und der 
Elektronik. (5) hinweg mindestens zwischen den 
AuRenflSchen der SeitenwSnde (11, 11') des zum 
Einbau der Kochmulde vorgesehenen Unter- 
schranks (10) erstreckt. 

8. Einbaukochmulde nach einem der Anspruche 1 bis 

7, bei welcher zur elektrisch leitenden Verbindung 
der Heizelemente sowie der den Kochstellen (5) ge- 
gebenenfalls zugeordneten Mittel zur Temperatur- 
erfassung oder Sensoren mit den Bedienelementen 
(4) und der Elektronik (5) Leiterbahnen auf oder un- 
terderdas Kochfeld (2) ausbildenden Glaskeramik- 
platte (3) aufgebracht sind. 

9. Einbaukochmulde nach einem der Anspruche 1 bis 

8, bei welcher zur elektrisch leitenden Verbindung 
der Heizelemente sowie der den Kochstellen (6) ge- 
gebenenfalls zugeordneten Mittel zur Temperatur- 
erfassung oder Sensoren mit den Bedienelementen 
(4) und der Elektronik (5) in die Glaskeramikplatte 

(3) integrierte Leiterbahnen vorgesehen sind. 

10. Einbaukochmulde nach Anspruch 9, bei welcherdie 
Glaskeramikplatte (3) mit den integrierten Leiter- 
bahnen in Multi-Layer-Technik ausgebildet ist. 

11. Einbaukochmulde nach einem der Anspruche 1 bis 
10, bei welcher zur elektrisch leitenden Verbindung 
der Heizelemente sowie der den Kochstellen (6) ge- 
gebenenfalls zugeordneten Mittel zur Temperatur- 
erfassung oder Sensoren mit den Bedienelementen 

(4) und der Elektronik (5) im Innern der Muldenwan- 
ne (1) veriegte Leitungen vorgesehen und vermit- 
tels Steckkontakten an der Elektronik (5) und den 
Bedienelementen (4) kontaktiert sind. 
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Fig.2 
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Fig.3 
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